
현재 문화재수리시방서에는 문화재수리 현장에서 번와

와공의 판단에 의존하여 육안검사와 타음검사 등으로 재

사용할 구품기와를 선정하도록 명시하고 있다. 그러나 육

안검사와 타음검사에 대한 정량적인 수치 등 기준이 명시

되어 있지 않으며, 이외의 다른 비파괴 방법은 명시되어 

있지 않다. 그러나 재사용을 해야 하는 구품기와의 특성상 

어떠한 손상 없이 평가해야 하므로 평가 기준이 존재하는 

비파괴 방법은 필수적이다.

구품 수제전통한식기와의 평가는 기와의 열화가 얼마나 

진행되었는지 확인하는 것으로 파손 원인을 파악하는 것 

또한 매우 중요하다. 기와의 여러 파손 원인 중 동결융해

로 인한 동파가 가장 빈번하게 나타나며 동파는 기와의 

흡수율 등의 수분 함량과 연관이 있다. 본 연구에서는 기

와의 동파와 관련된 비파괴 방법을 정립하기 위하여 초분

광 영상에서 확인할 수 있는 수분흡수대역을 활용하고자 

한다. 따라서 수분흡수대역 분석의 가능성을 확인하기 위

하여 동일한 기와의 함수 상태를 다르게 하여 초분광 영

상을 비교하고자 한다.

선운사 대웅전 해체 공사에서 나온 구품기와 중 수제전

통한식기와로 추정되는 기와 20점을 대상으로 실험을 진

행하였다. 동일한 기와의 절건 상태와 표건 상태일 떄 초

분광 촬영을 진행하였다. KS F 3510 (점토기와)에 따라 

110±5 ℃의 항온항습기에서 24시간 보관하여 기와를 절

건 상태로 만들었다. 또한 24시간 동안 20±5 ℃의 맑은 

물에 침지한 후 젖은 수건으로 표면을 닦아 기와를 표건 
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상태로 초분광 촬영을 진행하였다. 초분광 촬영은 

SPECIFIM FX17 장비를 사용하였다.

일반적으로 1400~ 1500 ㎚는 수분흡수대역으로 알려져 

있으며 본 연구에서는 1447 ㎚의 분광 영상을 분석 대상

으로 선정하였다. 해당 분광대 이미지를 Raster Color 

Slice 기능을 적용하여 반사값이 높은 부분은 보라색으로 

낮은 부분은 빨간색으로 표현하였다.

분석 결과, 초분광 영상 분석 결과 20점의 기와 중 90%

의 기와가 절건 상태일 때보다 표건 상태일 때 반사값이 

낮은 것을 확인하였다. 절건 상태 기와의 평균 반사값은 

10~20이나 표건 상태일 때 평균 반사값은 30~40으로 측정

되었다. 결과적으로 수분 함량이 높을수록 기와의 평균 반

사값이 낮으며 이는 동파에 취약함을 의미한다. 

따라서 수분흡수대역 분석이 가능한 초분광 영상을 활

용한다면 기와 비파괴 평가 방법의 기초 마련이 가능할 

것으로 기대된다.

 
그림 1 동일한 기와의 1447 nm 분광 영상

(a) 절건 상태 (b) 표건 상태
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